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【57】申請專利範圍
1.　一種用於軟性印刷電路板(FPC)之複合材料，係包括：高頻高傳輸雙面銅箔基板，係具有
第一銅箔層、依序形成於該第一銅箔層表面上之芯層及第二銅箔層，其中，形成該芯層

之材質係 LCP樹脂或聚醯亞胺；以及厚度為 8至 185微米之背膠軟性銅箔基板(FRCC)，
係具有厚度為 1至 35微米之第三銅箔層、依序形成於該第三銅箔層表面上之厚度為 5至
100微米之第二絕緣聚合物層及厚度為 2至 50微米之第二極低介電膠層，且該背膠軟性
銅箔基板藉由該第二極低介電膠層與該高頻高傳輸雙面銅箔基板之該第一銅箔層壓合；

其中，形成該第二絕緣聚合物層之材質係聚醯亞胺及 LCP樹脂所組成之群組之至少一
種；該第二極低介電膠層之介電常數(Dk值)為 2.0至 3.50、介電損耗(Df值)為 0.002至
0.010；及靠近該芯層之該第一銅箔層及該第二銅箔層之表面的表面粗糙度分別為 0.05至
0.5微米及 0.1至 1.10微米。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之用於軟性印刷電路板(FPC)之複合材料，其中，該背膠軟性
銅箔基板之吸水率係 0.01至 1.5%。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之用於軟性印刷電路板(FPC)之複合材料，其中，該第一銅箔
層、該第二銅箔層及該第三銅箔層獨立選自壓延銅箔層或電解銅箔層。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之用於軟性印刷電路板(FPC)之複合材料，其中，該 LCP樹
脂之介電常數(Dk值)為 2.0至 3.50，介電損耗(Df值)為 0.002至 0.0050。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之用於軟性印刷電路板(FPC)之複合材料，其中，該第二絕緣
聚合物層與該第三銅箔層及該第二極低介電膠層之接著強度皆大於 0.7公斤力/公分。
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6.　如申請專利範圍第 1項所述之用於軟性印刷電路板(FPC)之複合材料，其中，形成該第二
極低介電膠層之材料係選自氟系樹脂、環氧樹脂、丙烯酸系樹脂、胺基甲酸酯系樹脂、

矽橡膠系樹脂、聚對環二甲苯系樹脂、雙馬來醯亞胺系樹脂及聚醯亞胺系樹脂所組成之

群組之至少一種。

7.　如申請專利範圍第 1項所述之用於軟性印刷電路板(FPC)之複合材料，其中，該第二極低
介電膠層係含聚醯亞胺之熱固性聚醯亞胺層，且該第二極低介電膠層中之聚醯亞胺含量

係該第二極低介電膠層之總固含量重量的 40至 95%。
8.　如申請專利範圍第 1項所述之用於軟性印刷電路板(FPC)之複合材料，其中，該背膠軟性
銅箔基板復包括形成於該第三銅箔層與該第二絕緣聚合物層之間之另一極低介電膠層，

且該第三銅箔層、該另一極低介電膠層、該第二絕緣聚合物層及該第二極低介電膠層之

總厚度為 10至 185微米。
9.　如申請專利範圍第 1項所述之用於軟性印刷電路板(FPC)之複合材料，其中，形成該第二
絕緣聚合物層之材質係聚醯亞胺，且該背膠軟性銅箔基板之總厚度為 8至 135微米。

10.   如申請專利範圍第 1或 8項所述之用於軟性印刷電路板(FPC)之複合材料，其中，該高頻
高傳輸雙面銅箔基板復包括第一極低介電膠層及另一極低介電膠層，係形成於該芯層之

相對二表面上，以分別位於該第一銅箔層與芯層之間和該第二銅箔層與芯層之間，且形

成該芯層之材質係聚醯亞胺。

11.   一種如申請專利範圍第 1項所述之用於軟性印刷電路板(FPC)之複合材料的製備方法，係
包括：預壓該高頻高傳輸雙面銅箔基板和背膠軟性銅箔基板；以及壓合並熟化該高頻高

傳輸雙面銅箔基板和該背膠軟性銅箔基板，其中，該預壓時間 10至 30秒，成型時間為
120至 180秒，成型壓力為 90至 110kgf/cm2，該壓合溫度為 175至 195℃，熟化溫度為
165至 175℃，熟化時間為 50至 60分鐘。

圖式簡單說明

透過例示性之參考附圖說明本發明的實施方式：第 1圖係本發明之 FRCC的結構示意
圖；第 2圖係本發明之 FRCC的另一結構示意圖；第 3圖係本發明之 FRCC的另一結構示意
圖；第 4圖係本發明之用於軟性印刷電路板(FPC)之複合材料的製法示意圖；第 5圖係本發明
之用於軟性印刷電路板(FPC)之複合材料的另一製法示意圖；第 6圖係本發明之用於軟性印刷
電路板(FPC)之複合材料的另一製法示意圖；第 7圖係本發明之用於軟性印刷電路板(FPC)之
複合材料的另一製法示意圖；第 8圖係本發明之用於軟性印刷電路板(FPC)之複合材料的另一
製法示意圖；以及第 9圖係本發明之用於軟性印刷電路板(FPC)之複合材料的另一製法示意
圖。
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